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二、说明、目录、图表目录

       2014年LED下游应用市场需求旺盛，特别是LED照明井喷式发展，带动了LED封装市场迅

猛发展，但是由于产品价格下降过快，导致企业普遍增产不增收，但整体规模还是有27%的

较高增长。  

      2014年开始，国内LED封装厂商大量使用国产化芯片，国内LED应用企业也乐于接受高性

价比的国内器件，也大大降低封装企业的成本。在供销两旺的形势下，封装企业为避免出现

芯片短缺情况，纷纷与芯片企业签订供需协议以保证充足、稳定的货源，同时获得较高性价

比的芯片。其中鸿利、聚飞、国星分别同三安光电签署战略合作协议，计划在1年内共计向三

安光电采购7.3亿元的LED芯片，此外木林森与澳洋顺昌签订2年采购4亿元芯片合同，长方半

导体与苏州新纳晶签订5265万元芯片采购合同。

      2014年大部分已上市的LED封装大厂获得佳绩，上榜LED封装企业呈两极分化现象：木林

森今年地位往前大跨了一步，并且在2015年初成功上市，俨然成为内地封装厂的龙头企业，

国星光电、鸿利光电、聚飞光电等上市企业的业绩稳步上升，瑞丰光电、万润科技等上市企

业却业绩不太理想，净利下降。

      而在产品方面，随着照明应用市场份额越来越大，中国本土厂商的市场占有率逐步提升。

照明用LED器件、显示屏需求量增幅较快，但背光LED、景观照明因趋于饱和呈下降趋势

。LED 照明市场竞争加大导致封装企业产品毛利率有所下降。开发新工艺提高利润成为中国

内地封装大厂发展方向。缩小LED器件体积成为市场主流，小面积、高光效也逐渐成为LED

开发与应用的趋势。倒装芯片2015年开始在中国内地流行，目前在国外和台湾地区都已比较

成熟，但是在内地市场进展比较迟缓，由于倒装芯片封装良品率低、工艺成本比较高，以中

小封装企业为主的内地封装主流市场暂时还难以接受，目前只有少数几家企业涉足。而COB

封装在中国内地市场的产业规模和市场份额越来越大，逐渐成为市场主流之一。

在良好的产业政策引导下，以及持续的技术创新，LED 封装行业伴随LED产业快速增长。据

国家半导体照明工程研发及产业联盟数据，2012 年，国内LED封装产值达到320 亿元，较2011 

年增长12.3%；2013 年LED 封装产值较上年增长25.9%，达到403 亿元；2014年我国LED封装规

模约517亿元，较2013年增长了28%。

      《2016-2022年中国LED封装市场研究与前景趋势报告》由智研数据研究中心公司领衔撰写

，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家

经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、知识产权局、智研数据中心提供的最

新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计

资料。



      报告揭示了LED封装行业市场潜在需求与市场机会，报告对中国LED封装做了重点企业经

营状况分析，并分析了中国LED封装行业发展前景预测。为战略投资者选择恰当的投资时机

和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据。
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